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Modulbrflcke fur die Hochgeschwindigkeitsmontage zur Herstellung von Smart Labels 

(Verfahren und Anordnung) 



Beschreibung 

Welches teehnteche Problem soil durohl die Eiftedung gnlost warden? 

Sm,utl^elsmitRFID<^ 
' f TSSen Koston hergesteut worden. Die Froduktkosten konnen z,B. gesenkt werden wenn der Sil.aunj. 
^hSc^cCSbme^ngen kleiner wird. Bine sehr groBeZahl "ML** 
warden wenn die Chip-Montage vereintacht und die Verarbeitungsgeschwmdjgfeit bei der Chip-Montage 
*£m£ZZ kamt Zur glchzeitigen Ededigottg aller d^i Aufgaben bedarfes ernes besonde^u 
mehrstufigert Verfahrens, welches \m folgenden nSher erlautert wird. 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren und der effuidungsgemaBcn Anordnung kBnnen folgeode Aufgaben 

geltfet w j^ ung ^ kostenganstigen Modulbrac ken in Fonn ernes Endtosbandes, die fur die Vemrbcitung 
jed^rArtvonRFID<:hipgeeignetsind;insbesondereffirsehrkI^ 

- dOTart.daJ&dtesefiirdieHochge^ 
derart,daBdiesesehneIlundeinfacn^ 

™ Wa wurde dieses Problem blsher gelost? • 

Bisher wurden sur Herstellung von Smart Labels RFfi^Ghip* mittels ^ u ^ P ^^cLti S er 
konventionelier jqip-Chip-Technik" auf Antennen-Substrat aufgebraeht. Dabei „pickf em bochprtoser 

etaen Stoiun^hip von einem Wafer, flipt - Ah. dreht - ihn urn 1 80" und monbert flu, > topfcber auf 
der Antenne. Dazu mOssen kleinste AnschluBflfichen, die sich auf dem klemen Chip ™*^>jMden 
Antennenanschlussen hochpriase zur Deckung gebrseht werden. Da sich dies© Antennenanschlusse auf breitcn 
und flexiblen Bahnen (typisch: S00 mm breft) mit Antennehsubstrat befinden, is* es sehr ^wdig, den 
kleinen Chip miteiner Gehauigkeit im Berefch von JO bis 20 Mikrotnetern zu platoeren. Solohe Masehmen 
sind vergteichsweise langsam und erreichen dann ihre Gtenzen, wenn Chips sehr klemwerden. 

Zur Losung dieses Problems warden, sozusagen als Zwischerttrager fttr den i Chip, ^f^^^g^^. 
denen der Chip in einem kleinen Arbeitsfeld zJB. mit konventionelier Fhp-ChipTechnik vormonbert wwd. Die 
Modulbrucken, welche dadurch gekennzeichhet sind, da& sie die kleinen Anschluss© des Chips zu grdBeren 
Anschlusscn ,inach auBen" fuhren. warden dann letetendlich aof die AntennenanscWflssc montiert Damrt ward 
die hochprazise Handhabung des kleinen Chips auf einen kleinen Arbeitsraum begrenzt, wahrend der 
nacbJblgende groBfiaehige ProzeB, die Monatge der Modulbrttcke auf die Antenne, mit reduzierter Genaujgkett 
und damn schneller erfolgen kann. Jedoch entstehen durch die zur Herstellung der ModulbrUcke notwendigen 
Materialien zusatzliche Kosteh, die den Preis des Endproduktes mit beeinflussen. 
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Alternate wurden auch Verfahren ent*ickefc, die den RFID^hip ^ > Ruttler* . (z.B ^^*^ c ^f 
sem. Staid d Technik ) aufdas Antennensubstrat schQtten, oderdie den to Fltissigke. . suspend.erten Chip mit 
SL ilto Geometrie in eutsprechende Kavitfiten schwemmen (z.B. Alien Technology Fluuhc Self Assembly, 
£5 t£ S lSS ). Dieso Methoden erfordern jedoeh ein spezieHes und to Iweise aufWenAges Chip- 
Design, welches dann das Verfehren auf btsstimmte Chip-Typen und Hersteller limrtiert. 

2. In welcher Welae lOstt die Erftadung da« anflatjebane techntsche Problem? 

Das erfindungsgemSBe Verfahren und die erfindungsgemSDe Anordnung lost die genannten Probleme 

- Erzeugung von kostengunstigen Modulbrflcken in Form eines Endlosbandes, die filr die Vorarbeitung 
jederArtvonlCElD<!hipgeeignetsm^^ 

- derartdaBdiose fur die Hochgeschwindigkeilsmontage von Smart Labels gepignet sind 
. «tetart;daBdieseschnellundein^haufverechiedeneSubstra^ 

dutch geschickto Kombination von Materialien und Prozessschritten. Das gesamte Verfahren ist ini Fig. 1 
gestellt Die cntsprechende Anordnung zur Heretellung der ModulbrBcken ist m Fig. 2 _ autgezeigt 



^toges 

* t *TKemt 



KWfchen des Verftthrens: 



a) GestaltungdesBandmaterials, beiwelchem 

. kostongUnstiges Material wiez.B.Kuii^toffoder Papier emgesetet wind ■ 

. Se^urehUmfb^^ 

. die Karfttten je nach H6he des einzusetzenden Chips so tief ge^ltet werd« konnen, daB die 

Oberseite des Chips eine FIBche mit der Oberseite des Trans|»rtbandes 
. dieses durch Stenzen perfbriert wird, so daB LOcher fur den emfechen und raschenTransport und zur 

Battdttansportrichtung 

b) Platrierung der Chips, ' beiwelcher ■ 
beliebige, d.h. handelsGbliche, Cbip-Bauteile eingeserzt werden kdnnen i 

die Chips in die ausgefbrmten Kavitaten gelegt werden und daduich erne Selbstzentnerung des Bauteils 

. d^vitaten mit Flussigkeit, z3. Klebstoff gefttUt sind, was die Selbstzentrierung des Chips 
unteretutzt und zur spUterenFMetungdes Chips dient ^^xm 

• dieKavitatenmiteirW 

Die Lochstanzung kann spSter zur besseren Aushartung des Ktebers B enutzt werden 

c) Fixieren der Chips, beiwelchem , wirfl 

. der Klebstoff durch Bestrahhmg^ 

• der Klebstoff durch Einwirkung von Wanne verfestigtwifd 

• durch AbkOhlen verfestigtwird _ ^a~.uha«* 

die Oberseite des Chips eine Flache mit der Oberseite des Transportbandes bildet 
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d) Kontaktieren der Chips, bei welchem ^ ■ 

Silberleitpaste oder em anderes leitfehiges Medium fiber die Ansehlussflfichen des Chips 
aufgetragen und aupgeh&rtet wird 



SUberleitpaste oder em anderes leitflwiges Medium aufgedruckt und ausgenartet wira 
SUberleupaste oder ein anderes leKfBhiges Medium in Transportrichtong kontimiierlich 
aufgetragen und ausgetiartet wird ■ 

• die Sitberteitpasteoder ein anderes leitfShiges Medium so aufgebrocht wud, daB groJSe 
AnschhiBsflachen auf dent Modulband entstehen 

e) Vorbereitung der mechanischen und/oder elektriscben Verbindung, bei welcher 

• Klobstoff. aufgetragen wird 

• KlebstofTkcmtinuierliehinTra^ 

• ElektrischleitffihigerKlebstoff aufgetragen wwd / 
. Elektrisch leitrahiger Klebstoff (sog. „hot melt" oder JfeiBkleber*) aufgetragen wird, der un warmen 

Zustand klebrigist und beim AbkGhlen fest wird 

Schnelles Vereitvzeln und Montieren der ModulbrHcke,i bei welchem 
. diestnitHilfeeraerkompakten,kasa 

Modulbruckon aus dem Eodlosband mit einer Geschwindigkeit v, berauslOst, beschleumgt und auf em 
Antennensubstrat mit der Gescbwindigkeit v z montiert werden. 

• sichdie ModuIbrOckeaiif Endlosband fttrdie Verarbeitbarkeit in einem schnellen und 
Icontinuiertiohen ProzeB eignet. 
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aus dem Verbund 
herausgetoste 
Modulbrticke zur 
Hochgeschwindlg- 
keitsmontage . 
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ModulbrOcke 
auf Antenna 
montiert 



Belspiel 
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Antenna 
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